HALA Interface Material and Technology Workshop

Esslingen, 14" and 15" of March 2007

HALA" s first “Interface Material and Technology Workshop” on 14" and 15" of March
2007 in Deizisau, Stuttgart on interface materials applied at technical interfaces and the
analysis as well as optimization by use of simulations has been inspiring all guests and
participants. It was a broad transfer of know-how across the different disciplines with
presentations held by experts of the participating companies.

We thank all our guests for joining us and all who contributed to the successful days.

We are very much looking forward to the next workshop.
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HALA Interface Material und -Technologie Workshop

Esslingen, 14. /7 15. Marz 2007

Der von HALA am 14. und 15. Marz 2007 in Deizisau, Stuttgart, veranstaltete erste
»~Interface Material und -Technologie Workshop*“ mit dem Schwerpunkt von Interface
Materialien an technischen Schnittstellen und deren Analyse sowie Optimierung durch
Simulationen begeisterte alle Teilnehmer und Gaste.

Es war ein breiter, die Disziplinen Ubergreifender Erfahrungsaustausch mit
Expertenvortragen der zahlreich teilnehmenden Unternehmen.

Wir freuen uns auf das néchste Mal und danken allen Gasten und Beteiligten fur das
groRartige Gelingen.
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